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(57) Abstract: The invention relates to 
an image generation device, especially a 
3D camera, comprising at least one pic- 
ture-recording sensor (10) disposed on 
a printed board (12). The inventive de- 
vice is specifically characterized in that 
the picture -recording sensor (10) is con- 
figured by a bare integrated circuit dis- 
posed on a printed board (12). The in- 
vention further relates to a method for 
producing such an image generation de- 
vice. 

(57) Zusammenfassung: Die 

Erfindung betrifft eine Bilderzeu- 
gungsvorrichtung, insbesondere 
3D-Kamera, mit zumindest einem 
Bildaufnahmesensor (10), der auf 
einer Leiterplatte (12) angeordnet 
ist. ErfindungsgemaS ist vorgesehen, 
dass der Bildaufnahmesensor 
(19) durch eine blanke integrierte 
Schaltung gebildet ist, die auf einer 
Leiterplatte (12) angeordnet ist. 
Weiterhin betrifft die Erfindung 
ein Verfahren zur Hers tell ung einer 
Bilderzeugungsvorrichtung. 


V, 
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Beschreibung 

Bilderzeugungsvorrichtung und Verfahren zur Herstellung einer 
Bilderzeugungsvorrichtung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Bilderzeugungsvor- 
richtung, insbesondere eine 3D-Kamera, mit zumindest einem 
Bildauf nahmesensor, der auf einer Leiterplatte angeordnet 
ist. Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfah- 
ren zur Herstellung einer Bilderzeugungsvorrichtung, insbe- 
sondere der erf indungsgemaSen Bilderzeugungsvorrichtung, wo- 
bei die (f ertiggestellte) Bilderzeugungsvorrichtung eine Lei- 
terplatte aufweist, auf der zumindest ein Bildauf nahmesensor 
und zumindest ein weiteres Bauelement angeordnet ist. 

Die gattungsgemafien Bilderzeugungsvorrichtungen konnen unter 
anderem im Zusammenhang mit der Kraf tf ahrzeugtechnik einge- 

QOL-Aik. ¥V s_4.wa.J- / W _J_ kj^/ _•_ w _i_ t~r »» w _i_ t~f w <_*.k»4 w fc-f _i_ w * * vw** w -w _J s— - ■> <_» w _> A _w_._. 

nerhalb einer Szene zu bestimmen, wie dies in der WO 00/6553 8 
beschrieben ist. Beim Stand der Technik werden die Bildauf - 
nahmesensoren liblicherweise in einem gekapselten Gehause an- 
geliefert. Die Montage von derartigen in einem gekapselten 
Gehausen untergebrachten Bildauf nahmesensoren auf der Leiter- 
platte erfolgt ublicherweise analog zur Montage von ICs mit 
entsprechenden Gehausen. Allerdings ist es bei Bildauf nahme- 
sensoren erf orderlich, dass das Gehause zumindest abschnitts- 
weise optische Eigenschaf ten aufweist, die den Betrieb des in 
dem Gehause untergebrachten Sensors ermoglichen. Die Verwen- 
dung von in gekapselten Gehausen angelief erten Bildauf nahme- 
sensoren ist daher relativ teuer. 

Der Erfindung liegt daher die A U F G A B E zugrunde, die 
gattungsgemafien Bilderzeugungsvorrichtungen und die gattungs- 
gemafien Herstellungsverf ahren derart weiterzubilden, dass die 
Herstellungskosten gesenkt werden konnen. 
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Diese Aufgabe wird durch die in den unabhangigen Anspriichen 
angegebenen Merkmale gelost. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfin- 
dung ergeben sich.aus den Unteranspruchen. 

Die erf indungsgemaSe Bilderzeugungsvorrichtung baut auf dem 
gattungsgemafien Stand der Technik dadurch auf, dass der Bild- 
auf nahmesensor durch eine blanke integrierte Schaltung gebil- 
det ist, die auf einer Leiterplatte angeordnet ist . Unter 
"blanke integrierte Schaltung" ist im Zusammenhang mit-der 
vorliegenden Erfindung ein Halbleiterchip (Die) zu verstehen, 
der dazu vorgesehen ist, ohne IC-Gehause auf einer Leiter- 
platte montiert zu werden. Durch die Verwendung eines derar- 
tigen Bildauf nahmesensors konnen kostspielige optische IC- 
Gehause entfallen und es wird eine mechanische Trennung von 
Leiterplatte und beispielsweise einem Kameragehause moglich. 

Im Zusammenhang mit der erf indungsgemaSen Bilderzeugungsvor- 
richtung wird es als besonders vorteilhaft angesehen, wenn 
vorgesehen ist, dass der Bildauf nahmesensor durch einen CMOS- 
Sensor (CMOS = Complementary Metal Oxide Semiconductor / kom- 
plementarer Metalloxid-Halbleiter) gebildet ist. Obwohl prin- 
zipiell auch andere Sensortypen wie beispielsweise CCD- 
Sensoren (CCD = Charge Coupled Device / ladungsgekoppeltes 
Bauelement) in Frage kommen, bietet die Verwendung eines 
CMOS-Sensors eine Reihe von Vorteilen. Ein CMOS-Sensor weist 
in der Regel eine geringere Leistungsauf nahme als beispiels- 
weise ein CCD-Sensor auf. Da beim CMOS-Sensor keine Ladungen 
xiber lichtempf indliche Sensoroberf lachen transportiert werden 
mussen, tritt der sogenannte Smear-Effekt nicht auf, der als 
auSerst nachteilig angesehen wird. Beim CMOS-Sensor ist in 
der Regel weiterhin ein wahlfreier Pixelzugriff moglich.. Im 
Gegensatz hierzu konnen bei CCD-Sensoren ublicherweise nur 
einzelne Zeilen ausgelesen werden. 
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Bei einer besonders bevorzugten Ausf uhrungsf orm der erf in- 
dungsgemafien Bilderzeugungsvorrichtung ist weiterhin vorgese- 
hen, dass der Bildauf nahmesensor mittels Flip-Chip- 
Technologie auf der Leiterplatte angeordnet ist . Bei der 
5 Flip-Chip-Technologie werden die Pads eines Siliziumchips mit 
einem lotbaren Metallhocker (Lot -Bump) versehen. Die so vor- 
bereiteten Chips konnen mit ihrer aktiven Seite (Face-Down) 
auf einem Substrat mit entsprechenden Pads angeordnet und si- 
multan durch einen Ref lowprozess kontaktiert werden. Die 

10 Flip-Chip-Technologie weist beispielsweise im Vergleich zur 
Drahtbond-Technologie insbesondere die folgenden Vorteile 
auf. Es ist eine grofiere Anzahl von Verbindungen moglich, es 
treten geringere parasitare Effekte auf und der Platzbedarf 
ist geringer. Nach der Kontaktierung wird die Unterseite des 

15 Bildauf nahmesensors vorzugsweise mit einer Kunststoff masse 
abgedeckt . 

Insbesondere wenn die Flip- Chip -Technologie verwendet wird, 
ist bei der erf indungsgemafien Bilderzeugungsvorrichtung zu- 
20 satzlich vorgesehen, dass der aktive Bereich des zumindest 

einen Bildauf nahmesensors gegenuber einer in der Leiterplatte 
vorgesehenen Ausnehmung angeordnet ist. Dabei sind die Abmes- 
sungen der Ausnehmung vorzugsweise an die Abmessungen des ak- 
tiven Bereichs des Bildauf nahmesensors angepasst. 

25 

Bei einigen Ausf uhrungsf ormen der erf indungsgemaSen Bilder- 
zeugungsvorrichtung ist es vorteilhaft, wenn vorgesehen ist, 
dass die Ausnehmung auf der dem Bildauf nahmesensor gegeniiber- 
liegenden Seite der Leiterplatte durch ein Abdeckelement zu- 
30 mindest teilweise abgedeckt ist. Das Abdeckelement kann, ohne 
darauf beschrankt zu sein, beispielsweise aus Glas gebildet 
sein. 

Im vorstehend erlauterten Zusammenhang kann bei der erf in- 
35 dungsg-emaSen Bilderzeugungsvorrichtung weiterhin vorgesehen 

sein, dass das Abdeckelement Filtereigenschaf ten aufweist. In 
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diesem Fall kann das Abdeckelement Bestandteil einer nachfol- 
gend naher erlauterten Optik sein. 


Eine bevorzugte Weiterbildung der erf indungsgemafien Bilder- 
5 zeugungsvorrichtung sieht vor, dass sie eine mit dem Bildauf - 
nahmesensor zusammenwirkende Optik auf weist . Diese Optik kann 
insbesondere eine oder mehrere Linsen, Blenden und derglei- 
chen umfassen. Sofern ein vorstehend erwahntes Abdeckelement 
verwendet wird, kann auch dieses Bestandteil der Optik sein. 

10 

Sofern die erf indungsgemaJSe Bilderzeugungsvorrichtung eine 
Optik aufweist, ist vorzugsweise vorgesehen, dass die Optik 
eine vorjustierte Einheit ist, die unter Verwendung einer 
Leiterplattenoberf lache als Ref erenzebene bezuglich dem Bild- 
15 auf nahmesensor ausgerichtet ist. Diese Losung bietet den Vor- 
teil, dass nach einer relativ einfach durchf uhrbaren Montage 
der Optik keine weitere Justierung mehr erforderlich ist. 

Im vorstehend erlauterten Zusammenhang ist die erf indungsge- 
20 mafie Bilderzeugungsvorrichtung vorzugsweise dadurch weiterge- 
bildet, dass die Optik auf der dem Bildauf nahmesensor gegenu- 
berliegenden Seite der Leiterplatte angeordnet ist. Dabei 
kann beispielsweise die dem Bildaufnahmesensor zugewandte 
Seite der Leiterplatte die bereits erwahnte Ref erenzebene 
25 bilden. 

Sofern die Bilderzeugungsvorrichtung eine Optik auf weist, ist 
es in vielen Fallen vorteilhaft, wenn vorgesehen ist, dass 
die Optik ein Optikgehause auf weist, das im Bereich der Aus- 

30 nehmung auf der Leiterplatte angeordnet ist. Dabei kann eine 
die Optik bildende oder mitbildende Linse in eine Ausnehmung 
in dem Optikgehause eingesetzt werden. Wenn das Optikgehause 
ausreichend gegeniiber der Leiterplatte abgedichtet ist, urn 
eine Verschmutzung des aktiven Bereichs des Bildauf nahmesen- 

35 sors sicher vermeiden zu konnen, kann in vielen Fallen auf 

das bereits erlauterte Abdeckelement zum Abdecken der Ausneh- 
mung in der Leiterplatte verzichtet werden. 
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In diesem Zusammenhang sieht eine bevorzugte Weiterbildung 
der erf indungsgemaSen Bilderzeugungsvorrichtung vor, dass das 
Optikgehause durch Bef estigungsmittel an der Leiterplatte be- 
5 festigt ist. Zu diesem Zweck kann das Optikgehause an seinem 
der Leiterplatte zugewandten Randbereich beispielsweise kra- 
genartig erweitert sein und der Kragen kann Bohrungen aufwei- 
sen, die mit in der Leiterplatte vorgesehenen Bohrungen 
fluchten, damit zur Befestigung des Optikgehauses Bolzen oder 
10 dergleichen durch die fluchtenden Bohrungen gefuhrt werden 
konnen. Derartige Bolzen konnen beispielsweise durch eine 
Ldtverbindung befestigt werden. 

Bei einigen Ausf tihrungsf ormen der erf indungsgemaSen Bilder- 
15 zeugungsvorrichtung wird es als vorteilhaft angesehen, wenn 
vorgesehen ist, dass die Leiterplatte im Bereich der Ausneh- 
mung eine Schutzschicht aufweist. Eine derartige Schutz- 
schicht kann beispielsweise durch eine metal 1 is ierts Schicht 
gebildet sein, die als Schutz vor Feuchtigkeit dient . 

20 

Bei bestimmten Anwendungsgebieten der erf indungsgemaSen Bil- 
derzeugungsvorrichtung ist weiterhin vorgesehen, dass sie ei- 
nen weiteren Bildauf nahmesensor aufweist. Je nach Ausrichtung 
des aktiven Bereichs des weiteren Bildauf nahmesensors kann 
25 auf diese Weise beispielsweise eine 3D-Kamera gebildet wer- 
den. In diesem Fall ist der weitere Bildauf nahmesensor vor- 
zugsweise vom gleichen Typ wie der in jedem Fall vorgesehene 
Bildauf nahmesensor und auf die gleiche Weise montiert. 

30 Weiterhin kann bei der erf indungsgemaSen Bilderzeugungsvor- 
richtung vorgesehen sein, dass die Leiterplatte in einem Ge- 
hause mit zumindest einem optischen Fenster angeordnet ist. 
Sofern mehr als ein Bildauf nahmesensor vorgesehen ist, weist 
das Gehause entweder fur jeden Bildauf nahmesensor ein separa- 

35 tes optisches Fenster oder ein entsprechend groSeres opti- 
sches Fenster auf. Das oder die optischen Fenster sind vor- 
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zugsweise fur Inf rarotstrahlung durchlassig, insbesondere urn 
Nachtaufnahmen zu ermoglichen. 

Das gattungsgemafee Verfahren zur Herstellung einer Bilderzeu- 
gungsvorrichtung baut auf dem gattungsgemaSen Stand der Tech- 
nik dadurch auf, dass es die folgenden Schritte umfasst: 

a) Bestucken der Leiterplatte mit dem zumindest einen wei- 
teren Bauelement, 

b) Einbringen der mit dem zumindest einen weiteren Bauele- 
ment bestuckten Leiterplatte in einen Reinraum, und 

c) Montieren des Bildauf nahmesensors in dem Reinraum. 

Durch das erf indungsgemaSe Verfahren wird sichergestellt , 
dass auf den Bildauf nahmesensor nicht die vergleichsweise un- 
gunstigen Bedingungen der Leiterplattenf ertigung bez^glich 
Verschmutzung und thermischer Belastung wirken. Dadurch kon- 
20 nen auch empfindliche Bildauf nahmesensoren verwendet werden, 
insbesondere Bildauf nahmesensoren, die kein eigenes Gehause 
aufweisen. 


15 


Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsf orm des erf indungsgemaSen 
25 Verfahrens ist vorgesehen, dass bei der Durchfuhrung des Ver- 
f ahrensschrittes a) der fur die Montage des Bildauf nahmesen- 
sors vorgesehene Bereich zumindest teilweise abgedeckt ist . 
Diese Mafenahme dient dazu, eine wahrend der Leiterplattenbe- 
stiickung mit einem oder mehreren Bauteilen mogliche Ver- 
30 schmutzung des fiir die Montage des Bildauf nahmesensors vorge- 
sehenen Bereichs zu vermeiden. 


Bei einer besonders bevorzugten Variante des erf indungsgema- 
Sen Verfahrens ist vorgesehen, dass der bei der Durchfiihrung 
35 des Verf ahrensschrittes c) montierte Bildauf nahmesensor durch 
eine blanke integrierte Schaltung gebildet ist. Unter "blanke 
integrierte Schaltung" ist auch im Zusammenhang mit dem er- 
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f indungsgemafien Verfahren ein Halbleiterchip (Die) zu verste- 
hen, der dazu vorgesehen ist, ohne IC-Gehsiuse auf einer Lei- 
terplatte montiert zu werden. Durch die Verwendung eines der- 
artigen Bildauf nahmesensors konnen, wie erwahnt , kostspielige 
5 optische IC-Gehause entfallen und es wird eine mechanische 
Trennung von Leiterplatte und beispielsweise einem Kamerage- 
hause moglich. 

Insbesondere im vorstehend erlauterten Zusammenhang sieht das 
10 erf indungsgemaBe Verfahren vorzugsweise vor, dass bei der 
Durchfiihrung des Verf ahrensschrittes c) die Flip-Chip- 
Technologie eingesetzt wird. Vorzugsweise umfasst die Montage 
des Bildauf nahmesensors mittels Flip-Chip-Technologie , dass 
die Unterseite des Bildauf nahmesensors nach der Kontaktierung 
15 mit einer Kunststoff masse abgedeckt wird. Hinsichtlich der 
Eigenschaf ten der Flip-Chip-Technologie sowie hinsichtlich 
der durch diese erzielbaren Vorteile wird zur Vermeidung von 
Wiederholungen auf die entsprechenden Ausfuhrungen im Zusam- 
menhang mit der erf indungsgemaSen Bilderzeugungsvorrichtung 
20 verwiesen. 

Eine bevorzugte Ausfuhrungsf orm des erf indungsgemaSen Verfah- 
rens sieht vor, dass ein aktiver Bereich des Bildauf nahmesen- 
sors bei der Durchfiihrung des Verf ahrensschrittes c) gegen- 
25 uber einer in der Leiterplatte vorgesehenen Ausnehmung ange- 
ordnet wird. Auch in diesem Fall sind die Abmessungen der 
Ausnehmung vorzugsweise an die Abmessungen des aktiven Be- 
reichs des Bildauf nahmesensors angepasst. 

30 Insbesondere im vorstehend erlauterten Zusammenhang kann bei 
dem erf indungsgemaSen Verfahren der folgende weitere Schritt 
vorgesehen sein : 


35 


d) Abdecken der Ausnehmung, auf der dem Bildauf nahmesensor 
gegenuberliegenden Seite der Leiterplatte, mit einem Ab- 
deckelement . 
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Das Abdeckelement kann auch im Zusammenhang mit dem erf in- 
dungsgemafien Verfahren, ohne darauf beschrankt zu sein, bei- 
spielsweise aus Glas gebildet sein. 

5 In diesem Zusammenhang kann eine Weiterbildung des erfin- 
dungsgemateen Verfahrens vorsehen, dass das beim Verfahrens- 
schritt d) verwendete Abdeckelement Filtereigenschaf ten auf- 
weist. Zusatzlich oder alternativ ist es ebenfalls denkbar, 
dass das Abdeckelement durch eine Linse gebildet ist . Ahnlich 
10 wie bei der erf indungsgemaSen Bilderzeugungsvorrichtung kann 
das Abdeckelement auch in diesem Fall Bestandteil einer mit 
dem Bildaufnahmesensor zusammenwirkenden Optik sein. 

Vorzugsweise umfasst das erf indungsgemaSe Verfahren den fol- 
15 genden weiteren Schritt: 

e) Montieren einer mit dem Bildaufnahmesensor zusammenwir- 
kenden Optik in dem Reinrautn. = 

20 Dieser zusatzliche Schritt ist insbesondere dann vorteilhaf t , 
wenn die Optik ein Optikgehause aufweist oder ein Gehause 
mitbildet, das zumindest den aktiven Bereich des Bildaufnah- 
mesensors vor Verschmutzungen schutzt. Ein derartiges Optik- 
gehause, und mit diesem die Optik, kann beispielsweise so an 

2 5 der Leiterplatte befestigt werden, wie dies im Zusammenhang 

mit der erf indungsgemaSen Bilderzeugungsvorrichtung erlautert 
wurde . Die Optik kann auch im Zusammenhang mit dem erf in- 
dungsgemaSen Verfahren insbesondere eine oder mehrere Linsen, 
Blenden und dergleichen umfassen. Sofern ein vorstehend er- 

30 wahntes Abdeckelement verwendet wird, kann auch dieses Be- 
standteil der Optik sein. Ebenso kommen jedoch Ausfuhrungs- 
formen in Betracht, bei denen auf ein Abdeckelement verzich- 
tet werden kann, weil das Optikgehause den aktiven Bereich 
des Bildaufnahmesensors bereits ausreichend schutzt, insbe- 

35 sondere vor Verschmutzungen. 
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Im Zusammenhang mit einer mit dem Bildauf nahmesensor zusam- 
menwirkenden Optik sieht das erf indungsgemaSe Verfahren vor- 
zugsweise vor, dass die Optik bei der Durchf uhrung des Ver- 
f ahrensschrittes e) bezuglich dem Bildauf nahmesensor ausge- 
5 richtet wird, indem eine Leiterplattenoberf lache als Refe- 
renzebene verwendet wird. Bei der Ref erenzebene handelt es 
sich urn die gleiche Ebene, die auch durch die Sensoroberf la- 
che gebildet ist . Auf diese Weise konnen nachtragliche Jus- 
tiervorgange in den meisten Fallen entfallen, was ebenfalls 
10 zu einer Kostensenkung beitragt. 

Sofern eine Optik montiert wird, sieht das erf indungsgemaSe 
Verfahren vor zugsweise vor, dass die Optik bei der Durchfiih- 
rung des Verf ahrensschrittes e) auf der dem Bildauf nahraesen- 
15 sor gegenuberliegenden Seite der Leiterplatte angeordnet 

wird. In diesem Fall kann beispielsweise die dem Bildauf nah- 
mesensor zugewandte Seite der Leiterplatte die erwahnte Refe- 
tenzebene bilden, wie dies bereits im Zusammenhang mit der 
erf indungsgemaSen Bilderzeugungsvorrichtung erlautert wurde. 

20 

Bei bestimmten Ausf uhrungsf ormen umfasst das erf indungsgemafie 
Verfahren den folgenden weiteren Schritt: 

f) Einbringen der bestiickten Leiterplatte in ein Gehause. 

25 

Das Gehause weist vorzugsweise zumindest ein optisches Fens- 
ter auf, das dem aktiven Bereich des Bildauf nahmesensors be- 
ziehungsweise der Optik nach dem Einbringen der bestiickten 
Leiterplatte gegeniiberliegt . Sofern mehr als ein Bildauf nah- 

30 mesensor vorgesehen ist, weist das Gehause entweder fur jeden 
Bildauf nahmesensor ein separates optisches Fenster oder ein 
entsprechend groiSeres optisches Fenster auf. Das oder die op- 
tischen Fenster sind vorzugsweise fur Inf rarotstrahlung 
durchlassig, insbesondere urn Nachtauf nahmen zu ermoglichen, 

35 wie dies bereits im Zusammenhang mit der erf indungsgemaSen 
Bilderzeugungsvorrichtung erlautert wurde. 


WO 03/005455 PCT/DE01/02654 

10 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in den Zeichnungen 
dargestellten Ausf uhrungsbei spiel en naher erlautert . 

Es zeigen: 

5 

Figur 1 eine schematische Schnittansicht einer ersten Aus- 
fiihrungsform der erf indungsgemaSen Bilderzeugungs- 
vorrichtung, 

10 Figur 2 eine schematische Schnittansicht einer zweiten Aus- 
f lihrungsform der erf indungsgemaSen Bilderzeugungs- 
vorrichtung wahrend der Durchfiihrung des erfin- 
dungsgemaSen Verfahrens, und 

15 Figur 3 eine schematische Schnittansicht einer dritten Aus- 
f iihrungsf orm der erf indungsgemaSen Bilderzeugungs- 
vorrichtung. 

Die in Figur 1 dargestellte Ausf iihrungsf orm der erf indungsge- 

20 maSen Bilderzeugungsvorrichtung umfasst eine Leiterplatte 12, 
die eine Ausnehmung 16 aufweist, die beispielsweise kreisfor- 
mig sein kann. Gegeniiber der Ausnehmung 16 ist ein Bildauf - 
nahmesensor 10 angeordnet, bei dem es sich insbesondere urn 
einen CMOS-Sensor handeln kann. Der Bildauf nahmesensor 10 ist 

25 mittels der Flip-Chip-Technologie auf der Leiterplatte 12 be- 
festigt und steht durch Flip-Chip-Lot 38 mit in Figur 1 nicht 
dargestellten Anschlusspads der Leiterplatte 12 in Verbin- 
dung. Der Bildauf nahmesensor 10 weist einen aktiven Bereich 
14 auf, wobei die Abmessungen der Ausnehmung 16 in der Lei- 

30 terplatte 12 an die Abmessungen des aktiven Bereichs 14 des 
Bildauf nahmesensors 10 angepasst sind. Die bezogen auf die 
Darstellung von Figur 1 untere Seite des Bildauf nahmesensors 
10 ist mit Kunststoff masse (Glop-Top) abgedeckt . Auf der dem 
Bildauf nahmesensor 10 gegeniiber liegenden Seite der Leiter- 

35 platte 12 ist ein Abdeckelement 18 vorgesehen, das beispiels- 
weise aus Glas gebildet sein und Filtereigenschaf ten aufwei- 
sen kann. Ebenfalls auf der dem Bildauf nahmesensor 10 gegenu- 


• 
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berliegenden Seite der Leiterplatte 12 ist ein Optikgehause 
24 angeordnet, das eine Blende 20 und ein Linsensystem 22 
tragt . Die Blende 20, das Linsensystem 22 und gegebenenf alls 
das Abde eke lenient 18 bilden gemeinsam eine Optik, die mit dem 
5 aktiven Bereich 14 des Bildauf nahmesensors 10 zusammenwirkt . 
Das Abdeckelement 18 ist vorzugsweise fur Inf rarotstrahlen 
durchlassig, wobei durch den Abstand zwischen dem Abdeckele- 
ment 18 und dem aktiven Bereich 14 des Bildauf nahmesensors 10 
gewahrleistet ist, dass sich eventuelle Staubpartikel auf dem 

10 Abdeckelement 18 nicht nennenswert negativ auf die Abbil- 

dungseigenschaf ten auswirken. Gegebenenf alls kann auf das Ab- 
deckelement 18 verzichtet werden, insbesondere wenn das Op- 
tikgehause 24 den aktiven Bereich 14 des Bildauf nahmesensors 
10 gegeniiber der Umgebung abdichtet . Bei der in Figur 1 dar- 

15 ges tell ten Ausf iihrungsf orm der erf indungsgemaSen Bilderzeu- 
gungsvorrichtung bilden die Blende 20, das Linsensystem 22 
und das Optikgehause 24 zusammen eine vorjustierte Einheit, 
wobei die bezogen auf die Darstellung von Figur 1 untere Sei- 
te der Platine 12 bei der Montage als Ref erenzebene 34 ver- 

20 wendet wird. Dadurch sind nach der Montage keine weiteren 
Justiervorgange mehr erf orderlich. 

Zur Herstellung der in Figur 1 dargestellten Ausf uhrungsf orm 
der erf indungsgemaSen Bilderzeugungsvorrichtung kann das er- 

25 f indungsgemaSe Verfahren beispielsweise wie folgt durchge- 
fuhrt werden . Zunachst wird die Leiterplatte 12 in der Lei- 
terplattenf ertigung mit zumindest einem in der Praxis jedoch 
in der Regel mehreren weiteren Bauelementen bestiickt, wobei 
nur ein weiteres Bauelement 58 angedeutet ist. Bei der Bestii- 

30 ckung der Leiterplatte 12 mit den weiteren Bauelementen 58 

ist der fur die Montage des Bildauf nahmesensors 10 vorgesehe- 
ne Bereich (und vorzugsweise auch der fur die Montage der Op- 
tik 20, 22, 24 vorgesehene Bereich) abgedeckt, urn diesen Be- 
reich beziehungsweise diese Bereiche vor Verschmutzungen zu 

35 schutzen. Nachdem alle Bauelemente bis auf den Bildauf nahme- 
sensor 10, das Abdeckelement 18 und das Optikgehause 24 mit 
der Blende 2 0 und dem Linsensystem 22 auf der Leiterplatte 
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angeordnet wurden, wird die derart bestiickte Leiterplatte 12 
der Hybridf ertigung unterzogen und zu diesem Zweck in einen 
Reinraum eingebracht . In dem Reinraum wird die Montage fort- 
gesetzt. Zunachst wird der Bildauf nahmesensor 10 mittels der 
Flip-Chip-Technologie in der in Figur 1 dargestellten Lage 
angeordnet . AnschlieSend wird die Unterseite des Bildauf nah- 
mesensors 10 mit einer Kunststoff masse 36 abgedeckt . Die Aus- 
nehmung 16 in der Leiterplatte 12 wird auf ihrer dem Bildauf - 
nahmesensor 10 gegemiberliegenden Seite der Platine 12 mit 
einem Abdeckelement 18 abgedeckt. AnschlieSend wird die vor- 
justierte Optikeinheit aufgesetzt, die das Optikgehause 24, 
die Blende 20 und das Linsensystem 22 umfasst. Dabei wird die 
bezogen auf Figur 1 untere Seite der Leiterplatte 12 als Re- 
ferenzebene 26 verwendet . Eine mogliche Bef estigungsvariante 
fur das Optikgehause 24 wird nachfolgend anhand der Darstel- 
lung von Figur 2 naher erlautert . 

Figur 2 zeigt cine schematische Schnittansicht einer zweiten 
Ausf uhrungsf orm der erf indungsgemafien Bilderzeugungsvorrich- 
tung wahrend der Durchfiihrung des erf indungsgemafien Verfah- 
rens . Bezogen auf die Darstellung von Figur 2 ist ein einen 
aktiven Bereich 14 aufweisender Bildauf nahmesensor 10 mittels 
der Flip-Chip-Technologie unter einer Ausnehmung 16 angeord- 
net, die in einer Leiterplatte 12 vorgesehen ist. Mit dem Be- 
zugszeichen 38 ist wieder Flip-Chip-Lot angedeutet. Im Be- 
reich der Ausnehmung 16 ist eine Schutzschicht 56 vorgesehen,. 
wobei es sich beispielsweise urn eine metallisierte Schicht 
als Schutz vor Feuchtigkeit handeln kann. Bei der in Figur 2 
dargestellten Ausf uhrungsf orm ist kein Abdeckelement fur die 
Ausnehmung 16 vorgesehen und die Optik umfasst lediglich ein 
Linsensystem 22 das von einem Optikgehause 24 gehaltert wird. 
Das Optikgehause 24 weist zur Verbindung mit der Leiterplatte 
12 einen Kragen 28 auf, der bezogen auf die Darstellung von 
Figur 2 im unteren Endabschnitt des Optikgehauses 24 vorgese- 
hen ist. Der Kragen 28 weist eine Bohrung 30 auf, die mit ei- 
ner Bohrung 32 fluchtet, die in der Leiterplatte 12 vorgese- 
hen ist. Durch die Bohrungen 30, 32 ist ein Bolzen 34 ge- 
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fiihrt, der durch eine Lotverbindung an der Leiterplatte 12 
befestigt wird. Zu diesem Zweck kann beispielsweise ein in 
Figur 2 nur schematisch angedeuteter Lotkolben 4 0 mit einem 
geeigneten Werkzeuggegenlager 42 zusammenwirken, wahrend das 
Optikgehause mit dem Linsensystem 22 in einem Reinraum mon- 
tiert wird. 


Figur 3 zeigt eine schematische Schnittansicht einer dritten 
Ausfuhrungsf orm der erf indungsgemafien Bilderzeugungsvorrich- 
tung. Bei der in Figur 3 dargestellten Ausf uhrungsf orm der 
erf indungsgemaSen Bilderzeugungsvorrichtung weist eine Plati- 
ne 12 eine Ausnehmung 16 und eine weitere Ausnehmung 62 auf. 
Benachbart zur Ausnehmung 16 ist ein Bildauf nahmesensor 10 
angeordnet, wahrend benachbart zur weiteren Ausnehmung 62 ein 
weiterer Bildauf nahmesensor 44 vorgesehen ist. Die Art und 
die Anordnung der Bildauf nahmesensoren 10, 44 kann dabei den 
Ausf uhrungsf ormen gemaS den Figuren 1 oder 2 entsprechen. Dem 
Bildauf nahmesensor 10 ist ein Optikgehause 24 zugeordnet das 
ein Linsensystem 22 tragt. In ahnlicher Weise ist dem weite- 
ren Bildauf nahmesensor 44 ein weiteres Optikgehause 4 8 zuge- 
ordnet, das ein weiteres Linsensystem 4 6 tragt. Die Montage 
der Bildauf nahmesensoren 10, 44 sowie der Optikgehause 24, 48 
mit den Linsensystemen 22, 46 wurde in einem Reinraum durch- 
gefiihrt, wahrend weitere Bauelemente 58 wahrend der iiblichen 
Leiterplattenf ertigung angeordnet wurden. Die Platine 12 ist 
durch Halterungen 6 0 derart innerhalb eines Gehauses 5 0 ange- 
ordnet, dass die Leiterplatte 12 mit den Bildauf nahmesensoren 
10, 44, den Optikgehausen 24, 48 und den Linsensystemen 22, 
46 mechanisch weitgehend von dem Gehause 50 entkoppelt ist. 
Dadurch ist die Leiterplatte 12 mit den auf ihr angeordneten 
Bauelementen ohne zusatzliche Dichtungen gut gegen auSere 
Einfliisse geschutzt. Das Gehause 50 weist ein dem Bildauf nah- 
mesensor 10 zugeordnetes optisches Fenster 52 und ein dem 
Bildaufnahmesensor 44 zugeordnetes weiteres optisches Fenster 
54 auf, wobei die Anordnung insgesamt derart ist, dass durch 
die optischen Fenster 52, 54 einfallende Strahlung die akti- 
ven Bereiche der Bildauf nahmesensoren 10, 44 erreicht. Bei- 
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spielsweise damit Nachtauf nahmen moglich sind, sind die opti- 
schen Fenster 52, 54 aus einem Material gebildet, das Infra - 
rotstrahlung durchlasst. Umwelteinf liisse, beispielsweise in 
Form von Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen , konnen 
durch einen geeigneten Platinenaufbau bervicksichtigt werden. 

Die in der vorstehenden Beschreibung, in den Zeichnungen so- 
wie in den Anspriichen offenbarten Merkmale der Erfindung kon- 
nen sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination fur die 
Verwirklichung der Erfindung wesentlich sein. 


m • 
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Patentanspruche 

1. Bilderzeugungsvorrichtung, insbesondere 3D-Kamera, mit zu- 
mindest einem Bildauf nahmesensor (10) , der auf einer Leiter- 
5 platte (12) angeordnet ist, 

dadurch gekennzeichnet, dass der Bild- 
auf nahmesensor (10) durch eine blanke integrierte Schaltung 
gebildet ist, die auf einer Leiterplatte (12) angeordnet ist. 

10 2. Bilderzeugungsvorrichtung nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass der Bild- 
auf nahmesensor (10) durch einen CMOS-Sensor gebildet ist. 

3. Bilderzeugungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 

15 dadurch gekennzeichnet, dass der Bild- 
auf nahmesensor (10) mittels Flip-Chip-Technologie auf der 
Leiterplatte (12) angeordnet ist. 

4 . Bilderzeugungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden 
20 Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass ein aktiver 
Bereich (14) des zumindest einen Bildauf nahmesensors (10) ge- 
genuber einer in der Leiterplatte (12) vorgesehenen Ausneh- 
mung (16) angeordnet ist. 

5. Bilderzeugungsvorrichtung nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Ausneh- 
mung (16) auf der dem Bildauf nahmesensor (10) gegenuberlie- 
genden Seite der Leiterplatte (12) durch ein Abdeckelement 
30 (18) zumindest teilweise abgedeckt ist. 

S. Bilderzeugungsvorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Abdeck- 
element (18) Filtereigenschaf ten aufweist. 

35 

7. Bilderzeugungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche , 
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dadurch gekennzeichnet, dass sie eine 
mit dem Bildauf nahmesensor (10) zusammenwirkende Optik (20, 
22) aufweist. 

5 8. Bilderzeugungsvorrichtung nach Anspruch 7, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Optik 
(20, 22) eine vorjustierte Einheit ist, die unter Verwendung 
einer Leiterplattenoberf lache als Referenzebene (2 6) bezug- 
lich dem Bildauf nahmesensor (10) ausgerichtet ist . 

10 

9 . Bilderzeugungsvorrichtung nach einem der Anspriiche 6 bis 
8, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Optik 
(20 , 22) auf der dem Bildauf nahmesensor (10) gegeniiberliegen- 
15 den Seite der Leiterplatte (12) angeordnet ist. 


10. Bilderzeugungsvorrichtung nach einem der Anspriiche 6 bis 

dadurch gekennzeichnet, dass die Optik 
20 (20, 22) ein Optikgehause (24) aufweist, das im Bereich der 
Ausnehmung (16) auf der Leiterplatte (12) angeordnet ist. 

11. Bilderzeugungsvorrichtung nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Optik- 

25 gehause (24) durch Bef estigungsmittel (2 8, 30, 32, 34) an der 
Leiterplatte (12) befestigt ist. 

12. Bilderzeugungsvorrichtung nach einem der Anspriiche 4 bis 
Hi 

30 dadurch gekennzeichnet, dass die Leiter- 
platte (12) im Bereich der Ausnehmung (16) eine Schutzschicht 
(56) aufweist. 

13 . Bilderzeugungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden 
35 Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass sie einen 
weiteren Bildauf nahmesensor (44) aufweist. 


1 
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14 . Bilderzeugungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Leiter- 
5 platte (12) in einem Gehause (50) mit zumindest einem opti- 
schen Fenster (52, 54) angeordnet ist. 

15. Verfahren zur Herstellung einer Bilderzeugungsvorrich- 
tung, insbesondere einer Bilderzeugungsvorrichtung nach einem 
10 der Anspruche 1 bis 14, wobei die Bilderzeugungsvorrichtung 
eine Leiterplatte (12) aufweist, auf der zumindest ein Bild- 
auf nahmesensor (10) und zumindest ein weiteres Bauelement 
(58) angeordnet ist, 

dadurch gekennzeichnet, dass es die fol- 
15 genden Schritte umfasst: 

a) Bestucken der Leiterplatte (12) mit dem zumindest einen 
weiteren Bauelement (58) ; 


20 b) Einbringen der mit dem zumindest einen weiteren Bauele- 
ment (58) bestuckten Leiterplatte (12) in einen Rein- 
raum, und 

c) Montieren des Bildauf nahmesensors (10) in dem Reinraum. 

25 

16. Verfahren nach Anspruch 15, 

dadurch gekennzeichnet, dass bei der 
Durchfuhrung des Verf ahrensschrittes a) der fur die Montage 
des Bildauf nahmesensors (10) vorgesehene Bereich zumindest 
30 teilweise abgedeckt ist. 


17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, 

dadurch gekennzeichnet, dass der bei der 
Durchfuhrung des Verf ahrensschrittes c) montierte Bildauf nah- 
35 mesensor (10) durch eine blanke integrierte Schaltung gebil- 
det ist. 
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18. Verfahren nach Anspruch 17, 

dadurch gekennzeichnet, dass bei der 
Durchfuhrung des Verf ahrensschrittes c) die Flip-Chip- 
Technologie eingesetzt wird. 

5 

19. Verfahren nach einem der Anspruche 15 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein aktiver 
Bereich (14) des Bildauf nahmesensors (10) bei der Durchfuh- 
rung des Verf ahrensschrittes c) gegenuber einer in der Lei- 

10 terplatte (12) vorgesehenen Ausnehmung (16) angeordnet wird. 

20. Verfahren nach Anspruch 19, 

dadurch gekennzeichnet, dass es den fol- 
genden weiteren Schritt umf asst : 

15 

d) Abdecken der Ausnehmung (16) , auf der dem Bildauf nahme- 
sensor (10) gegenuberliegenden Seite der Leiterplatte 
(12) . mit einem Abdeckelement (18) . 

20 21. Verfahren nach Anspruch 20, 

dadurch gekennzeichnet, dass das beim 
Verf ahrensschritt d) verwendete Abdeckelement (18) Filterei- 
genschaf ten auf weist . 

25 22. Verfahren nach einem der Anspruche 15 bis 21, 

dadurch gekennzeichnet, dass es den fol- 
genden weiteren Schritt auf weist: 

e) Montieren einer mit dem Bildauf nahmesensor (10) zusam- 
30 menwirkenden Optik (20, 22) in dem Reinraum. 

23. Verfahren nach Anspruch 22, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Optik 
(20, 22) bei der Durchfuhrung des Verf ahrensschrittes e) be- 
35 zuglich dem Bildauf nahmesensor (10) ausgerichtet wird, indem 
eine Leiterplattenoberf lache als Ref erenzebene (26) verwendet 
wird. 
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24. Verfahren nach Anspruch 22 oder 23, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Optik 
(20, 22) bei der Durchf uhrung des Verf ahrensschrittes e) auf 
der dem Bildauf nahmesensor (10) gegeniiberliegenden Seite der 
Leiterplatte (12) angeordnet wird. 

25. Verfahren nach einem der Anspruche 15 bis 24, 
dadurch gekennzeichnet, dass es den fol- 
genden weiteren Schritt umf asst : 


f ) Einbringen der bestuckten Leiterplatte (12) in ein Ge- 
hause (50) . 
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Abstract 


The invention relates to an image generation device, especially a 3D camera, comprising at least one 
picture-recording sensor (10) disposed on a printed board (12). The inventive device is specifically 
characterized in that the picture-recording sensor (10) is configured by a bare integrated circuit disposed 
on a printed board (12). The invention further relates to a method for producing such an image 
aeneration device. 
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